BEGEISTERUNG FUR ELEKTRONIK

LEITERPLATTEN
BAUGRUPPEN
Made in Germany

LFG

kleinste Bohrung Layout

abhdngig von Dicke LP (mind. 0,3 mm)

kleinste Bohrung Cu-Inday

mind. Dicke des Cu-Inlay

Abstand Cu-Inlay zur Kante

pcb & more
Datenblatt
Herstellung Leiterplatten, Hochstrom
Layout Strukturbreite 150 pm
Strukturabstand 150 pm
urmlaufende Listopplack-Freistelung 50 pm
kleinster Loststop plack-Steg 150 pm
kleinste Restringe 150 pm
Kleinster Frasradius 500 pm
Keinster Ritzwinkel 30 ®
Oberflache chem. Zinn, chem. NijAu , chem. Ag
Hartgold, Bondgold
Carbondruck
Létstopplack griin / schwarz | blau / rot ...
superweil (fir LED- Anwendungen )
abziehbare Litabdeckmaske
Kaponband
Kennzeichendruck weib/ gelb / schwarz ...
Qualitatskontrolle optische Kontrolle
ADT, elekirischer Test
Erstmusterprifung
Daten vorzugsweise Gerberdaten
Eagle, TARGET, PROTEL, Alkium, etc.
Zertifikate / Normen IS0 9001:2015
IPC-A-600
andere Materialien und Ausfihrungen auf Anfrage
Desian-Rules Hochstrom
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A |Dicke Cu-Inlay 1,0; 1,5; 2,0 mm
B |Dicke LP abhangig von Cu-Inlay (mind. 1,5 mm)
C |Abstand Layout zur Kanke 0,5 mm
D |Abstand Layout zur Frasung 0,5 mm
E |Abstand Layout zu Cu-Inlay 1,0 mm
F |Abstand Layout Innenlagen zur Kante 0,5 mm
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kann bis an die Kante oder darliber hinaus

fir Anbindungen an das Cu-Inlay sind auch "Blind Vias" maglich
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